Solution for researching

Prensa A Quente A Vacuo Automatica De 60 Toneladas Para

Consolidacao De Materiais De Alta Densidade

Numero do item: XP19

introducao

A prensa a quente a vacuo automatica de 60
toneladas da KINTEK atinge 305,6 MPa de
compactacao de precisao a até 500°C com
molde de Carbeto de Tungsténio,
proporcionando consolidacao livre de vazios.
Ideal para metalurgia do pd e pesquisa de
baterias sob vacuo de -0,1 MPa. Garante
seguranca com triplo intertravamento.

Saiba mais

Termoplasticos de Alto
Desempenho

Metalurgia do P6 e Metais
Duros

Unido por Difusé&o /
Soldagem por Difusdo

Eletrodos de Bateria e
Eletrélitos de Estado Sélido

Ceramicas Funcionais

Compésitos de Matriz
Metélica (MMCs)

Alvos de Sputtering e
Precursores de Filmes Finos

Compésitos Carbono-
Carbono

Pés-Processamento de
Manufatura Aditiva (AM)

Prensagem a quente a vacuo de filmes ou pés de PEEK, PEIl, PPS
e Pl para eliminar microbolhas e vazios.

Sinterizagdo sob presséao ultra-alta de WC-Co, boretos e cermets
para atingir alta densidade a verde.

Jungao no estado sdlido de metais diferentes (Cu/Al,
ago/ceramica) sob alta pressdo e temperatura sem material de
adigao.

Densificagdo de LLZO, LATP e camadas compdsitas
catodo/eletrdlito para baterias de estado sdlido.

Sinterizagao de pés piezoelétricos (PZT), dielétricos (BaTiOs) e
ferritas sob vacuo para manter estequiometria e pureza.

Infiltragdo e prensagem a quente de matrizes de aluminio ou
titanio reforcadas com fibras de SiC, Al203 ou carbono.

Consolidagao de pés de metal ou 6xido de alta pureza em blanks
de alvo para deposicéo fisica por vapor (PVD).

Prensagem a quente a vacuo de pré-formas de fibra de carbono
com matriz de piche ou resina para criar compdsitos C/C de alta
densidade.

Densificagéo de pecas de metal ou ceramica fabricadas
aditivamente para eliminar porosidade interna.

Produz componentes poliméricos totalmente densos com resisténcia quimica
superior, resisténcia mecanica e estabilidade térmica para implantes médicos
e aeroespaciais.

Pegas com densidade quase tedrica com dureza excepcional, resisténcia ao
desgaste e estrutura de graos fina, ideais para ferramentas de corte e pegas
de desgaste.

Cria juntas livres de vazios e de alta resisténcia com interfaces imaculadas,
essenciais para microeletronica, conjuntos 6pticos e componentes de reatores
nucleares.

Melhora a condutividade idnica e a integridade mecanica ao eliminar vazios
interfaciais, um requisito critico para o desempenho e seguranga da préxima
geragao de baterias.

Maximiza as propriedades eletromecanicas ao atingir densidade total sem
contaminantes organicos ou porosidade, vital para sensores e atuadores
avangados.

Distribuigdo uniforme de particulas e consolidagao total, melhorando
resisténcia especifica, rigidez e condutividade térmica para aplicagdes
estruturais leves.

Atinge densidade total e estrutura de graos fina, garantindo deposigao
uniforme de filme fino e maior vida Util do alvo na fabricagdo de
semicondutores.

Atinge densificagdo uniforme com propriedades térmicas e mecanicas
excepcionais para aplicagdes aeroespaciais, de frenagem e gerenciamento
térmico.

Transforma protétipos de AM de baixa densidade em componentes funcionais
e totalmente densos com vida a fadiga, resisténcia e acabamento superficial
melhorados.

Numero do Modelo

Forga Maxima

XP19

=< 60,0 Toneladas (aproximadamente 600 kN), auto-controlada

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


https://pt.kinteksolution.com/products/60-ton-automatic-vacuum-hot-press-for-high-density-material-consolidation?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

NI NTENK

Solution for researching

ST

Presséo Ativa (em molde de 50 mm) ~305,6 MPa

Material do Molde Carbeto de Tungsténio (WC)

Dimensdes do Molde Diametro: ® 50 mm, Altura de Enchimento: 15 mm

Faixa de Temperatura TA (Temperatura Ambiente) a 500°C, PID programével
Nivel de Vécuo = -0,1 MPa (vécuo mecéanico)

Sistema de Resfriamento Circulagdo de &gua em circuito fechado (resfriador externo)
Fonte de Alimentagao AC 220 V / 50 Hz, monofasica

Certificagdo Certificado CE

Mecanismo de

Légica de Protecao Valor para Seguranca Laboratorial
Intertravamento
Deteccéo de Limite da Abertura da porta frontal aciona interruptor de limite, cortando Previne contato acidental com a zona quente/pressurizada, evitando
Porta aquecimento e pressurizagdo instantaneamente. queimaduras ou lesdes por esmagamento.
Disparo por Sobrecarga de Sensor de precisdo detecta sobrecarga >60 T; valvula de alivio Protege o molde de Carbeto de Tungsténio de falha catastréfica devido
Pressao principal abre e alarme soa. a sobrepressao.
Fusivel Térmico de Fuga Monitoramento de temperatura com dupla redundancia; corte de Elimina o risco de fuga térmica, preservando a integridade da camara
Térmica energia se temperatura exceder 500°C. de véacuo e da amostra.
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